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Przydziat obligacji imiennych serii H MODULE
TECHNOLOGIES Spoétka Akcyjna (PLLSTHMO00015)

24-04-2019 12:30:01 | Biezacy | EBI | 17/2019

Zarzad Module Technologies SA (,Spétka”) informuje, ze w dniu 23 kwietnia 2019 r., dokonat przydziatu obligacji imiennych
serii H o tacznej wartosci, zaréwno nominalnej jak i emisyjnej, 7 301 000 zt (siedem milionéw trzysta jeden tysigcy ztotych).
O zamiarze emisji obligacji Spétka powiadamiata w raporcie biezacym EBI nr 12/2019 z 11 marca 2019 r.

Przydziat nastapit na rzecz 87 podmiotéw (os6b fizycznych) w trybie okreslonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015
roku o obligacjach.

Obligacje podlegaé beda wykupowi po okresie 36 miesigcy od dnia emisji (rozumianego jako dzien przydziatu obligaciji),
beda oprocentowane w wysokosci 8,25 procent w stosunku rocznym, ptatno$¢ odsetek bedzie nastgpowata w kwartalnych
okresach odsetkowych.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 8) Zatgcznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,Informacje
biezace i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
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